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FOKUSTHEMA:
PREDICTIVE MAINTENANCE
Bauteile, Komponenten und Software für die 
vorausschauende Instandhaltung.

STROMVERSORGUNG &
LEISTUNGSELEKTRONIK
Netzteile 
Wandler 
Akkumulatoren 
Batterien 
Ladetechnik 
IGBTs 
MOSFETs 
Thyristoren
Smart-Power-ICs 
Diskrete Bauteile 
Power-Management

PASSIVE BAUELEMENTE & 
ELEKTROMECHANIK
Kondensatoren 
Widerstände 
Induktivitäten 
Quarze 
Oszillatoren 
Transformatoren
Drosseln 
Spulen 
Filter 
Ferrite
Keramika 
Gehäuse 
Kühltechnik 
Backplanes 
Zubehör 
Relais 

DISTRIBUTION & 
DIENSTLEISTUNG
Bauteilebeschaffung
Technische Beratung 
EMV-Dienst leistungen 
Supply-Chain-Management
Logistik 
Online-Services 
Obsoleszenzmanagement 
Bauteile nachverfolgbarkeit 

ENTWICKLUNGSTOOLS & 
PROTOTYPING
Chip- & PCB-Design 
EDA-Tools 
CAD/CAE-Werkzeuge
Entwicklungstools 
EMS
Prototypenfertigung 
3D-Druck 
Entwicklungskits & -boards 
Simulation 
Messtechnik 
Testsoftware 
Halbleitermaterialien

VERBINDUNGSTECHNIK & 
WIRELESS
Steckverbinder 
Klemmen 
Anschlusstechnik 
Kabel
Lichtwellenleiter 
Wireless-Technologien 
Netzwerk technik 
Messtechnik für Verbindungskomponenten

EMBEDDED-SYSTEME & 
MIKROCONTROLLER 
Embedded-Boards & -Module 
IPCs 
Plattformen 
MCUs 
DSPs 
FPGAs 
SoCs
Chipsätze 
Prozessorarchitekturen 
Speicher

SOFTWARE & SECURITY
Betriebssysteme 
Embedded-Software 
Lizenzierung 
Software-Engineering 
Hardware- & Software-Security

DISPLAYS & HMI
Displaytechnologien 
Ansteuerelektronik 
Display-Integration 
Touch-Technologien
Eingabesysteme 
Schalter 
Taster 
Tastaturen
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Sie können le ider keinen Fachbeitrag 
für das E&E-Kompendium vorschlagen, 
haben jedoch Interesse an weiteren 
Betei l igungsformen? 

Melden Sie s ich bei Saskia Albert :
s.albert@publ ish-industry.net


